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本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。 

 



 

 

第一章 市场预测 

一、半导体设备行业竞争格局及市场化情况 

1、行业竞争格局 

目前，我国半导体设备行业市场份额仍主要由国外知名企业所占

据，凭借较强的技术、品牌优势，在高端市场占据领先地位，面对我

国巨大的市场需求和相对较低的生产成本，纷纷通过在我国建立独资

企业、合资建厂等方式占领大部分国内市场。本土企业中，行业内少

数半导体设备制造商通过多年的研发和积累，已掌握了相关核心技术，

拥有自主知识产权，具备一定品牌知名度，占据了一定市场份额，奠

定了一定的市场地位。与国外知名企业相比，国内优势企业对客户需

求的理解更加到位，服务方式更为灵活，产品性价比更高，具有一定

的本土优势。 

2、行业市场化程度 

半导体设备制造业属于战略性新兴产业，其发展受到国家和各级

政府的鼓励和支持，市场化程度较高，不存在行业限制或市场准入方

面的行政管制。但半导体设备的制造需要综合运用光学、物理、化学

等科学技术，具有技术含量高、技术研发周期较长以及产品工艺和制



 

 

造技术难度大等特点，需要以高级专业技术人员和高水平研发手段为

基础。上述特性使得该行业具有较高的技术壁垒。 

二、半导体设备行业竞争格局及市场化情况 

1、行业竞争格局 

目前，我国半导体设备行业市场份额仍主要由国外知名企业所占

据，凭借较强的技术、品牌优势，在高端市场占据领先地位，面对我

国巨大的市场需求和相对较低的生产成本，纷纷通过在我国建立独资

企业、合资建厂等方式占领大部分国内市场。本土企业中，行业内少

数半导体设备制造商通过多年的研发和积累，已掌握了相关核心技术，

拥有自主知识产权，具备一定品牌知名度，占据了一定市场份额，奠

定了一定的市场地位。与国外知名企业相比，国内优势企业对客户需

求的理解更加到位，服务方式更为灵活，产品性价比更高，具有一定

的本土优势。 

2、行业市场化程度 

半导体设备制造业属于战略性新兴产业，其发展受到国家和各级

政府的鼓励和支持，市场化程度较高，不存在行业限制或市场准入方

面的行政管制。但半导体设备的制造需要综合运用光学、物理、化学

等科学技术，具有技术含量高、技术研发周期较长以及产品工艺和制



 

 

造技术难度大等特点，需要以高级专业技术人员和高水平研发手段为

基础。上述特性使得该行业具有较高的技术壁垒。 

三、导体设备行业发展趋势 

1、设备将向高精度化与高集成化方向发展 

随着半导体技术的不断进步，半导体器件集成度不断提高。一方

面，芯片特征尺寸不断缩小，由 12 微米-0.35 微米（1965 年-1995 年）

到 65 纳米-22 纳米（2005 年-2015 年），且还在向更小的方向发展；

另一方面硅片尺寸却不断扩大，主流产品硅片尺寸已经从 4英寸、6 英

寸，发展到现阶段的 8英寸、12 英寸。此外，半导体器件的结构也趋

于复杂，例如存储器领域的 NAND 闪存已进入 3D 时代。3DNAND 制造工

艺中，增加集成度的方法不再是缩小单层上线宽而是增加堆叠层数，

堆叠层数也从 32层、64 层量产向 128 层发展。这些对半导体设备的精

度与稳定性的要求越来越高，未来半导体设备将向高精度化与高集成

化方向发展。 

2、各类技术等级设备并存发展 

虽然半导体技术持续迅猛发展，未来半导体设备将向高精度化与

高集成化方向发展，但是由于芯片的用途极其广泛，性能要求及技术

参数等差异较大，各类性能、用途芯片大量并存并应用，这也决定了

不同的芯片产线需配置相匹配的、技术等级及性价比相当的半导体设



 

 

备。即使在同一产线上，复杂程度不同的工艺环节也是根据其实际需

要搭配使用各类技术等级的设备。因此，高、中、低各类技术等级的

生产设备均有其对应市场空间，并存发展。 

3、国产化进程加快 

近年来，在国家政策的拉动和支持下，我国半导体产业快速发展，

整体实力显著提升，设计、制造能力与国际先进水平不断缩小，封装

测试技术逐步接近国际先进水平，但半导体基础材料研究和先进设备

制造仍然相对薄弱。中国半导体行业要实现从跟踪走向引领的跨越，

装备产业将是重要环节。发展国产半导体装备具有重要战略意义，半

导体设备国产化将大幅降低我国芯片制造商的投资成本，提高我国芯

片制造竞争力。《中国制造 2025》对于半导体设备国产化提出明确要

求：在 2020 年之前，90-32nm 工艺设备国产化率达到 50%，实现 90nm

光刻机国产化,封测关键设备国产化率达到 50%。在 2025 年之前，20-

14nm 工艺设备国产化率达到 30%，实现浸没式光刻机国产化。为推动

我国半导体产业的发展，国家先后设立国家重大专项和国家集成电路

基金，国家集成电路基金首期计划募资 1,200亿元，实际募资 1,387

亿元。目前，国家集成电路基金二期方案已上报国务院并获批，计划

募资 1,500亿元至 2,000 亿元。以 1:3 的撬动比列测算，所撬动的社

会资本规模在 4,500 亿元至 6,000 亿元，加上首期的 1,387亿元及所



 

 

撬动的 5,145 亿元社会资本，资金总额将超过万亿元。此外地方政府

也推出地方版集成电路投资基金，为半导体产业发展破解融资瓶颈提

供了保障，有力促进了半导体行业的可持续发展。伴随着国家鼓励类

产业政策和产业投资基金不断的落实与实施，本土半导体及其设备制

造业迎来了前所未有的发展契机，有助于我国半导体设备行业技术水

平提高和行业的快速发展，从而进一步加快我国半导体设备的国产化

进程。 



 

 

第二章 项目建设背景、必要性 

一、我国半导体产业状况 

1、我国半导体产业规模持续快速增长 

在下游应用行业快速发展的推动下，我国半导体产业规模持续快

速增长。根据 WSTS 统计数据，我国半导体（包括集成电路）的销售额

由 2016 年的 1,075 亿美元增长到 2018 年的 1,584 亿美元，三年间增

加了 509 亿美元。特别是集成电路产业，在下游市场的推动以及政府

与资本市场的刺激下，实现了快速发展。根据中国半导体行业协会的

统计，我国集成电路产业销售额 2011-2018 年的年复合增长率为

22.56%，销售额已由 2011 年的 1,572.21 亿元扩大到 2018 年的 6,532

亿元。其中集成电路电路设计业销售规模从 2011 年的 473.74亿元增

长至 2018 年的 2,519.30 亿元，年复合增长率达到 26.96%；集成电路

制造业销售规模由 2011 年的 486.91 亿元增长至 2018 年的 1,818.20

亿元，年复合增长率达到 20.71%；集成电路封装测试业销售额由 2011

年的 611.56亿元增长至 2018 年的 2,193.90 亿元，年复合增长率达到

20.02%。 

2、我国半导体产业聚集效应日趋明显 



 

 

近年来我国半导体产业整体实力显著提升，半导体设计、晶圆制

造加工与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先

进水平，部分关键设备被国内外生产线采用。同时，我国也涌现出一

批具备一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。华为海

思、紫光集团作为行业重点企业，均已进入全球 Fabless 企业前十强；

中芯国际等制造企业在 28nm 工艺领域取得突破，逐步拉近与国际制造

巨头的技术差距；长电科技、华天科技、通富微电等封测厂商通过外

延并购与内在发展，快速提升自身实力以及国际竞争力，目前均已进

入全球封测企业前十强；北方华创、中微半导体等半导体关键设备企

业作为国产装备的领军“旗手”，在先进工艺制程相继取得重大突破。 

3、我国半导体国产化需求紧迫 

虽然我国半导体需求庞大，并且在快速增长，但国内产值远低于

市场需求，尤其是集成电路领域的贸易逆差仍在持续快速扩大。2017

年全球集成电路市场规模近 3,400 亿美元，全球 54%的芯片都出口到中

国，但国产芯片的市场份额只占 10%。我国芯片产业长期被国外厂商控

制，已超过了石油和大宗商品，成为第一大进口商品。根据中国海关

统计数据，2011 年我国集成电路进出口额的逆差额 1,376.3 亿美元，

到 2018 年贸易逆差扩大到 2,274.2 亿美元，年复合增长率为 6.48%。

可见，目前国内集成电路市场需求严重依赖进口的局面仍未得到改善，



 

 

摆脱我国在半导体产业上的对外依赖，半导体尤其是半导体设备国产

化已经成为当务之急。 

二、全球半导体设备行业 

1、全球半导体市场需求带动全球半导体设备规模扩大 

半导体设备市场与半导体产业景气状况紧密相关，2012 年，受全

球宏观经济影响，半导体行业发展有所减缓，设备市场增长相应受到

抑制，2014 年以来全球半导体市场开始复苏。据国际半导体设备材料

产业协会（SEMI）统计，2014 年全球半导体设备销售规模为 375 亿美

元，2018 年全球半导体设备销售额达到 645 亿美元，年均复合增长率

达 14.52%。随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长，以及

物联网、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，集成电路产业面临

着新型芯片或先进制程的产能扩张需求，为半导体设备行业带来广阔

的市场空间。SEMI 预计 2019 年全球半导体设备市场销售规模将有所下

降，但 2020 年仍会有 20.7％的增长，达到 719 亿美元，创历史新高。 

2、全球半导体设备市场目前主要由国外厂商主导 

半导体设备行业具有较高的技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒，

以美国应用材料、荷兰阿斯麦、美国泛林集团、日本东京电子、美国

科天等为代表的国际知名企业起步较早，经过多年发展，凭借资金、

技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球半导体设备市场的



 

 

主要份额。根据 VLSIResearch 统计，2018 年全球半导体设备系统及服

务销售额为 811 亿美元，其中前五大半导体设备制造厂商占据了全球

半导体设备市场 65%的市场份额。其中，美国在等离子刻蚀设备、离子

注入机、外延生长系统、化学气相沉积设备、溅射设备、退火设备、

镀铜设备、去胶设备、掩膜版制造设备、工艺检测设备、圆片清洗设

备、部分测试设备等方面占据优势，日本在光刻机、涂胶设备、显影

设备、封装及测试设备、氧化/LPCVD 设备、等离子刻蚀设备、化学气

相沉积设备、检测设备、传送装置等方面具有优势，荷兰则在高端光

刻机方面居于国际领先地位。 

三、全球半导体产业状况 

1、全球半导体市场规模保持稳定增长 

伴随全球信息化、网络化和知识经济的迅速发展以及半导体下游

应用领域的不断拓展，近年来全球半导体销售额保持稳定增长。根据

世界半导体贸易统计协会（WSTS）统计数据，全球半导体销售额由

2010 年的 2,983.15亿美元增长至 2018 年的 4,687.78亿美元，年复合

增长率达 5.81%。 

从产品类型看，半导体主要由集成电路、光电子器件、分立器件

和传感器组成。根据 WSTS2018 年统计数据，2018 年集成电路销售额为

3,932.88 亿美元，占比 83.90%，同比增长 14.60%，是全球半导体产业



 

 

增长的主要动力；光电子器件销售额为 380.32 亿美元，占比 8.1%，同

比增长 9.25%；分立器件销售额为 241.02 亿美元，占比 5.1%，同比增

长 11.32%；传感器销售额为 133.56 亿美元，占比 2.9%，同比增长

6.24%。 

2、以我国为核心的亚太地区已成为全球半导体市场中心 

根据 WSTS 统计，自 2001 年亚太地区（不含日本）半导体市场规

模超过其他地区以来，该地区市场规模已由 398.20 亿美元大幅增长至

2018 年 2,828.63 亿美元。2018 年亚太地区（不含日本）、美国、欧

洲、日本半导体市场规模全球占比分别为 60%、22%、9%、9%。随着我

国半导体市场的快速增长，其全球地位也在快速提升。2017 年我国成

为亚太地区（不含日本）最大的半导体市场，占亚太地区（不含日本）

半导体市场规模的 53%，占全球半导体市场规模的 32%。 

3、半导体产业分工不断细化 

早期的半导体企业实行 IDM（整合器件制造商）模式即企业自行设

计、生产加工、封装、测试和销售。随着加工技术的日益成熟和标准

化程度的不断提高，半导体产业链开始向专业化分工方向发展，逐步

形成了独立的半导体设计企业、晶圆制造代工企业、封装测试企业，

并形成了新的产业模式-垂直分工，在该模式下，设计、制造和封装测

试分离成半导体产业链中各自独立的一环。虽然目前三星、英特尔、
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